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(54) Title: CHIP COOLING DEVICE HAVING WEDGE ELEMENT
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Fig. 1

(57) Abstract: The present invention relates to a cooling device improving the heat transfer between a chip (2) having a semicon-

ducting substrate (3) and a heat sink (7). The gap between a surface (11) of the chip (2) to be cooled and a surface (12) of the heat
v sink (7), the width of which depends on production tolerances of the elements and soldered connections, is formed as a wedge shape
& by an angled lower surface (12) of the heat sink, in order to create a wedge-shaped gap. A wedge element (17) having the same
) wedge angle as the wedge-shaped gap is inserted into said gap exactly far enough that it makes flat contact with both the chip surface
& (11) to be cooled and the heat sink surface (12). Dimensional deviations are thus compensated for, the use of gap fillers is avoided,
&\ and the heat transfer from the heat source to the heat sink is improved.
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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung schafft eine Kiihlvorrichtung die den Wirmetibergang zwischen einem Chip
(2) mit einem Halbleitsubstrat (3) und einem Kithlk&rper (7) verbessert. Der Zwischenraum zwischen einer zu kithlenden Oberfldche
(11) des Chips (2) und einer Oberfldche (12)
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—  vor Ablauf der fiir Anderungen der Anspriiche geltenden
Frist; Verdffentlichung wird wiederholt, falls Anderungen
eintreffen

des Kiihlkdrpers (7), dessen Breite von Fertigungstoleranzen der Elemente und Ltverbindungen abhéngt, wird durch eine schrige
untere Oberfldche (12) des Kithlkorpers keilformig ausgestaltet, um einen keilférmigen Zwischenraum zu schaffen. Ein Keilele-
ment (17) mit dem gleichen Keilwinkel wie der keilférmige Zwischenraum wird genau so weit in diesen hinein geschoben, dass
es sowohl an der zu kithlenden Chipoberfldche (11) als auch an der Kiihlkérperoberfliache (12) flachig anliegt. Dadurch kénnen
MaBabweichungen ausgeglichen, der Einbau von Gap Fillern vermieden und die Wéarmetibertragung von der Warmequelle auf den
Kiihlkorper verbessert werden.
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